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半導体による「Invented for life」： 

ボッシュ、半導体事業に数十億ユーロを投資 

マイクロエレクトロニクスはボッシュのあらゆる事業分野にお

ける成功に不可欠 

 

 ボッシュは、「IPCEIマイクロエレクトロニクスおよび通信技術」プログラム（欧州共

通利益に関する重要プロジェクト）の一環として、2026年までに半導体事業に 30

億ユーロを投資 

 ロバート・ボッシュ GmbH取締役会会長シュテファン・ハルトゥング：「マイクロエレ

クトロニクスは未来そのものです」 

 新しい半導体チップ研究開発センターをロイトリンゲンとドレスデンに建設中 

 

 

シュトゥットガルト、ドレスデン（ドイツ） – 自動車、eBikeから家電製品やウェアラブル端

末まで、半導体はあらゆる電子システムに不可欠です。半導体こそが現代のテクノロ

ジーの世界を駆動する動力となります。高まる半導体の重要性をいち早く認識していた

ボッシュはこのたび、数十億ユーロを半導体事業の強化に投じると発表しました。ボッ

シュは、「IPCEIマイクロエレクトロニクスおよび通信技術」プログラム（欧州共通利益に

関する重要プロジェクト）の一環として、2026年までに半導体チップ事業に 30億ユー

ロを投資することを予定しています。「マイクロエレクトロニクスは未来そのものであり、

ボッシュのあらゆる事業分野での成功に不可欠なものです。マイクロエレクトロニクス

はすなわち、将来のモビリティや、IoT、そしてボッシュの『Invented for life』を体現する

テクノロジーへのカギとなるのです」と、ロバート・ボッシュ GmbH取締役会会長シュテ

ファン・ハルトゥングは、ドレスデンで開催された Bosch Tech Day 2022で述べまし

た。 

 

ボッシュは総額 1億 7,000万ユーロ超を投じて、ロイトリンゲンおよびドレスデンにそ

れぞれ新しい研究開発センターを建設する予定です。さらに来年、ドレスデンのウエハ

製造工場に 2億 5,000万ユーロを投じて、3,000平方メートルのクリーンルームス

ペースを増設する予定です。「ボッシュは半導体の絶え間ない需要増加に備えており、

またお客様のメリットについても考慮しています。この微小な部品は、私たちにとって大

きな事業になることを意味しているのです」、とハルトゥングは述べています。 
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欧州の競争力強化に向け、マイクロエレクトロニクスを推進 

欧州連合とドイツ連邦政府は、欧州半導体法の枠組において、欧州のマイクロエレクト

ロニクス産業にとってロバストなエコシステムを発展させるために、追加の財政支援を

提供しようとしています。全体的な目標は、2030年までに世界の半導体生産に占める

欧州の割合を 10％から 20％に倍増させることです。新たに発足した「IPCEIマイクロ

エレクトロニクスおよび通信技術」プログラムは、主に研究と技術革新の促進を目的と

しています。ハルトゥングは、「欧州は、半導体産業における独自の強みを最大限生か

すことが可能で、そうすべきです。これまで以上に欧州産業における特定ニーズに応え

るためのチップ生産を目標とするべきでしょう。これは、ナノスケールレベルのチップに

限定するものではありません」と述べました。たとえば、eモビリティ産業で使用される

電子部品では、40～200ナノメートルのプロセスサイズが必要となります。ボッシュの

ウエハ製造工場は、まさにこのために設計されています。 

 

ドレスデン工場における 300mmチップ生産を大幅に拡大 

このマイクロエレクトロニクスへの新たな投資は、ボッシュにとって新しい技術革新分野

を開拓するものともなります。「最小の電子部品である半導体チップが、技術革新の

リーダーになるきっかけになります」とハルトゥングは言います。自動運転車両の周囲

360度をスキャンするレーダーセンサーなどの SoC（システム・オン・チップ）も、ボッ

シュの新しい技術革新分野に含まれます。現在、ボッシュではこうした部品を改善し、

小型化・スマート化して、製造コストの削減を目指しています。また、コンシューマーエレ

クトロニクス分野に適用するよう、独自のマイクロエレクトロメカニカルシステム

（MEMS）にさらに改良を加えています。このテクノロジーを用いて、現在ボッシュの研

究者が開発しているものの一つに、スマートグラスのつる部分に組み込める超小型の

新しいプロジェクションモジュールがあります。「MEMSテクノロジー市場におけるリー

ダーの地位を確立するため、300mmのウエハでMEMSセンサーを製造することも計

画しており、生産開始は 2026年を予定しています。私たちの新しいウエハ製造工場に

よって量産が可能になる強みを、今後も活かしていきたいと思います」とハルトゥングは

述べています。 

 

ロイトリンゲン工場の SiC（炭化ケイ素）への大きな需要 

さらにボッシュが注力しているのが、新しいタイプの半導体の製造です。例えば、ボッ

シュのロイトリンゲン工場では 2021年末から SiC（炭化ケイ素）チップを量産していま

す。このチップは SiCパワー半導体に使用されており、電気自動車やハイブリッド車の

航続距離を最大で 6％延長します。年間 30％以上という力強い市場成長率を背景

に、SiCチップの需要は高止まりしており、ボッシュへの注文はびっしりと埋まっていま

す。こうした SiCパワー半導体をさらに手ごろな価格、そして高効率にするために、

ボッシュでは他のタイプのチップを使用することも模索しています。「eモビリティ用途向

けに、窒化ガリウムをベースとしたチップの開発も検討しています。こうしたチップは既

に、ノート PCやスマートフォンの充電器で使われています」とハルトゥングは語ってい

ます。車載用途には、さらにロバスト性を高め、最大 1,200Vという非常に高い電圧に

耐えられるようにする必要があります。「こうした課題に取り組むのも、すべてボッシュ
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のエンジニアの仕事です。私たちの強みは、長年にわたりマイクロエレクトロニクスに

精通し、そして車両についても熟知している、ということです」 

 

半導体製造のための生産能力を計画的に拡大 

ボッシュはここ数年、半導体事業への投資を継続してきました。その最たる例が、2021

年 6月にオープンしたドレスデンのウエハ製造工場で、ボッシュの歴史上単一の投資

としては最大となる 10億ユーロを投じています。ロイトリンゲンの半導体工場も計画的

に拡張しており、2025年までに約 4億ユーロを投じ、生産能力の拡大および、既存の

建物内にクリーンルームスペースを増設することを計画しています。これにはロイトリン

ゲンでの拡張工事も含まれており、これにより 3,600平方メートルの超近代的なクリー

ンルームスペースが増設される予定です。これらをすべて合わせると、ロイトリンゲン

のクリーンルームスペースは、現在の約 35,000平方メートルから、2025年末には

44,000平方メートル以上に拡大する予定です。 

 

専門知識と国際的なネットワークによって持続的な成功を確保 

ボッシュは自動車業界における、半導体の開発と製造のリーディングカンパニーです。

こうしたチップは車載アプリケーションのみならず、コンシューマーエレクトロニクス分野  

でも活用されており、ボッシュはこの分野で 60年以上に渡って貢献してきました。例え

ば、ロイトリンゲンの半導体工場では、150mmと 200mmのウエハをベースとしたチッ

プを過去 50年間にわたり製造してきました。ドレスデン工場では、300mmのウエハを

ベースとしたチップの製造を 2021年に開始しています。ロイトリンゲンとドレスデンで

は、特定用途向け集積回路（ASIC）、MEMSセンサー、パワー半導体などを製造して

います。また、マレーシアのペナンでは新しい半導体のテストセンターを建設中で、

2023年より完成した半導体チップとセンサー類のテストを開始する予定です。 

 

報道用画像: #0ef2b29e, #53bb2088, #71a3dd39, #074a1571, #443caace, 

#ee905c59 

 

報道関係対応窓口: 

Athanassios Kaliudis  

電話: +49 711 811-7497 

Twitter: @Sakis_JD 
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世界のボッシュ・グループ概要 

ボッシュ・グループは、グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカン
パニーです。2021年の従業員数は約 40万 2,600人（2021年 12月 31日現在）、売上高は 787億
ユーロ（約 10.2兆円*）を計上しています。現在、事業はモビリティ ソリューションズ、産業機器テクノ
ロジー、消費財、エネルギー・ビルディングテクノロジーの 4事業セクター体制で運営しています。ボッ
シュは IoTテクノロジーのリーディングプロバイダーとして、スマートホーム、インダストリー4.0 さらに
コネクテッドモビリティに関する革新的なソリューションを提供しています。ボッシュは、サステイナブ
ル、安全かつ魅力的なモビリティを追求しています。ボッシュはセンサー技術、ソフトウェア、サービス
に関する豊富な専門知識と「Bosch IoT cloud」を活かし、さまざまな分野にまたがるネットワークソ
リューションをワンストップでお客様に提供することができます。ボッシュ・グループは、AI（人工知能）
を搭載する、もしくは AIが開発・製造に関わった製品を提供することで、コネクテッドライフを円滑にす
ることを戦略目標に掲げています。ボッシュは、革新的で人々を魅了する全製品とサービスを通じて
生活の質の向上に貢献します。つまり、ボッシュはコーポレートスローガンである「Invented for life」-
人と社会に役立つ革新のテクノロジーを生み出していきます。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッ
シュ GmbHとその子会社 440社、世界約 60カ国にあるドイツ国外の現地法人で構成されており、
販売／サービスパートナーを含むグローバルな製造・エンジニアリング・販売ネットワークは世界中の
ほぼすべての国々を網羅しています。ボッシュは 2020年第一四半期に、世界 400超の拠点でカー
ボンニュートラルを達成しています。ボッシュの未来の成長のための基盤は技術革新力であり、世界
128の拠点で約 7万 6,100人の従業員が研究開発に、そのうち約 3.8万人がソフトウェアエンジニ
アリングに携わっています。 

 

ボッシュの起源は、1886年にロバート･ボッシュ（1861～1942年）がシュトゥットガルトに設立した「精
密機械と電気技術作業場」に遡ります。ロバート・ボッシュ GmbHの独自の株主構造は、ボッシュ・グ
ループの企業としての自立性を保証するものであり、ボッシュは長期的な視野に立った経営を行い、
将来の成長を確保する重要な先行投資を積極的に行うことができます。ロバート・ボッシュ GmbHの
株式資本の 94％は慈善団体であるロバート・ボッシュ財団が保有しており、残りの株式はロバート・
ボッシュ GmbHおよび創業家であるボッシュ家が所有する法人が保有しています。議決権の大半は
ロバート・ボッシュ工業信託合資会社が保有し、株主の事業機能を担っています。 

 

*2021年の為替平均レート、1ユーロ＝129.8855円で計算 
 

さらに詳しい情報は 以下を参照してください。 

www.bosch.com ボッシュ・グローバル・ウェブサイト （英語） 
www.bosch-press.com ボッシュ・メディア・サービス （英語） 
https://twitter.com/BoschPresse ボッシュ・メディア 公式ツイッター （ドイツ語） 
www.bosch.co.jp/ ボッシュ・ジャパン 公式ウェブサイト （日本語） 
https://twitter.com/Boschjapan ボッシュ・ジャパン 公式ツイッター （日本語） 
https://www.facebook.com/bosch.co.jp ボッシュ・ジャパン 公式フェイスブック （日本語） 
https://www.youtube.com/boschjp ボッシュ・ジャパン 公式 YouTube （日本語） 
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